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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

METHODE D’EVALUATION DE LA PERFORMANCE
THERMIQUE DES ENVELOPPES

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (CEl) est une organisation mondiale de normalisation
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La<ZEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation “ans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres activités — publie des I\armcs
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications acces.ible. au
public (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration ect canfiéc a des
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peu. art.iper. Les
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la Cr' participent
également aux travaux. La CEl collabore étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisciion (ISO),
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions techniques repré-ente.. dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Camite  nati jnaux de la CEI
intéressés sont représentés dans chague comité d’'études.

Les Publications de la CEIl se présentent sous la forme de recommandations nter, ationales et sont agréées
comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables ~z.t entrepris afin que la CEI
s'assure de I'exactitude du contenu technique de ses publications; la.CE' ne peut pas étre tenue responsable
de I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par 'r auelconque utilisateur final.

Dans le but d'encourager I'uniformité internationale, les Comités neaonaux de la CEl s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appliquer de fagon transparente les Fubliction, de la CEl dans leurs publications
nationales et régionales. Toutes divergences entre toute Pihlicauons de la CEIl et toutes publications

nationales ou régionales correspondantes doivent étre indiquéc= ern termes clairs dans ces derniéres.

La CEl n'a prévu aucune procédure de marquage v iant.indication d’'approbation et n'engage pas sa
responsabilité pour les équipements déclarés conformes a :ne de ses Publications.

Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publication.

Aucune responsabilité ne doit étre imputée<d 12 Ck!, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y compris ses experts particulier: €. les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de la CEIl, pour tout préjudice r.use 2 cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de quelque nature que ce.soit. d'.ecte ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) et les dépenses découlant'de i rublication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute autre Publication de la CEI, ou au ¢ édit qui lui est accordé.

L'attention est attirée sur les réfe. 2nc2s normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pcur 1+ ae application correcte de la présente publication.

L’attention est attirée sur (e fa* oue certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits de prop ‘été intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pes « oir dentifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internatio. ale CEl 62194 a été établie par le sous-comité 48D: Structures
mécaniques rou- équipement électronique, du comité d'études 48 de la CEIl: Composants
électromécanicues et structures mécaniques pour équipements électroniques.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

48D/324/FDIS 48D/328/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

METHOD OF EVALUATING THE THERMAL
PERFORMANCE OF ENCLOSURES

FOREWORD

The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic field.. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specificatior.s,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to<as ‘EC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee ini reswed
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governm :tai anc non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collan - ates closely
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions detcrmined by
agreement between the two organizations.

The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as yossiui” an international
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has 1 oresentation from all
interested IEC National Committees.

IEC Publications have the form of recommendations for international use ar ' are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure tha th: technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way:in whicn they are used or for any
misinterpretation by any end user.

In order to promote international uniformity, IEC National Commii.ices v dertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent possible in their naticnal »nd '=gional publications. Any divergence
between any IEC Publication and the corresponding nationai or r.qaio..2 publication shall be clearly indicated in
the latter.

IEC provides no marking procedure to indicate its apyroval a.id cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with an IEC Publicc‘ion

All users should ensure that they have the latest edition of this publication.

No liability shall attach to IEC or its directors, »mp oyee:, servants or agents including individual experts and
members of its technical committees and IEC Netio || Committees for any personal injury, property damage or
other damage of any nature whatsoever. =»he~or direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising out of the publication vse. of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications.

Attention is drawn to the Normative -efe.~nces cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable for the correct appi.=ativ n of this publication.

Attention is drawn to the possikinty that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be ‘eld responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standeéiu IET 62194 has been prepared by subcommittee 48D: Mechanical
structures for elecconi: equipment, of IEC technical committee 48: Electromechanical
components and mechaonical structures for electronic equipment.

The text of \his ctandard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

48D/324/FDIS 48D/328/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
maintenance indiquée sur le site web de la CEl sous «http://webstore.iec.ch» dans les
données relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

e reconduite;

e supprimée;

« remplacée par une édition révisée, ou

e amendée.


https://www.stdhive.com/standards/iec-62194-ed-10-b2005-pdf/

62194 © |IEC:2005 -9-

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in
the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

e reconfirmed;

* withdrawn;

« replaced by a revised edition, or
¢ amended.
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INTRODUCTION

Lorsque I'on installe des enveloppes avec des composants électroniques, les conditions
climatiques sont trés importantes, étant donné que la fonction de I'électronique est affectée
par la température ambiante. Du fait de la puissance thermique et du rayonnement solaire, les
enveloppes deviennent chaudes. Etant donné que I'échange thermique par I'intermédiaire de
la surface de I'’enveloppe n’est souvent pas suffisant, une unité de contréle thermique peut
étre requise pour maintenir des conditions tolérables a l'intérieur de I'’enveloppe. Pour la
conception de I'enveloppe, I'effet du rayonnement solaire était jusqu’a présent soit évalué par
I'intermédiaire de la constante solaire soit ajouté avec une valeur fixe pour la puissance
dissipée. Une observation plus étroite du rayonnement tient compte d'une évaluation de la
performance thermique de I'enveloppe de facon plus efficace et plus économique.

Les normes existantes définissant les conditions d’environnement sont les suivantes: pour 'es
enveloppes de plein air la CEIl 61969-3 et la EN 300 119 et pour les enveloppes d’ii téric.ur la
CEIl 60721, la EN 300 019 et la CEI 61587-1.

Les normes de dimensions auxquelles on se référe sont les suivantes: pctr 13s enveloppes
de plein air la CElI 61969-1, la CEl 61969-2 et pour les enveloppes d’intéri2ur la CEl 60297-2,
la EN 300 119 et la CEI 60917-2.

A la demande des utilisateurs et des fabricants, une propriété ¢'akale de gestion de la
chaleur des enveloppes vides a du étre développée. La.pr¢ sente norme établit pour les

enveloppes une méthode destinée a évaluer la gestion de la ¢ daur.
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INTRODUCTION

When installing enclosures with electronic components, the climatic conditions are very
important, as the function of the electronics is affected by the ambient temperature. Because
of heat load and solar radiation, the enclosures become hot. Since the heat transfer via the
enclosure surface is often not sufficient, a climate control unit may be required to maintain
tolerable enclosure internal conditions. For the enclosure design, the effect of the solar
radiation was either estimated via the solar constant or added with a fixed value for heat load.
Closer observation of the radiation allows for a more accurate and cost-efficient method of
enclosure thermal performance evaluation.

There are existing standards defining the environmental conditions: for outdoor enclosures,
IEC 61969-3 and EN 300 019 and, for indoor enclosures, IEC 60721, EN 300 019, and
I[EC 61587-1.

Dimensional standards referred to for outdoor enclosures are |IEC 61969-1 and IEC 61969-2,
and, for indoor enclosures, IEC 60297-2, EN 300 119 and IEC 60917-2.

As requested by users and manufacturers, a unified heat management property of empty
enclosures had to be developed. This standard establishes a method of thermal performance
evaluation for enclosures.



-12 - 62194 © CEI:2005

METHODE D’EVALUATION DE LA PERFORMANCE
THERMIQUE DES ENVELOPPES

1 Domaine d’application

La présente Norme internationale fournit une méthode d’'évaluation de la performance
thermique dans les enveloppes d'intérieur conformément a la CEI 60917, la CEIl 60297 et,
pour les enveloppes d'extérieur, conformément a la CEl 61969.

La présente norme contient des criteres pour la détermination des facteurs d'absorption
thermique se rapportant:

— aux principes de conception d’enveloppe;

— ala puissance thermique interne;

— au rayonnement solaire.

Le facteur d'absorption de I'enveloppe est destiné a fournir une valeur commune pour la
comparaison et la sélection d’enveloppes construites conformément a la présente norme.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour I'application du présent
document. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, la derniere édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEIl 60297 (toutes les parties), Dimensions des structures mécaniques de la série 482,6 mm
(19in)

CEIl 60721-2-4, Classification des conditions d’environnement — Partie 2-4: Conditions
d'environnement présentes dans la nature — Rayonnement solaire et température

CEI 60917 (toutes les parties), Ordre modulaire pour le développement des structures
mécaniques pour les infrastructures électroniques

CEIl 61969 (toutes les parties), Structures mécaniques pour équipement électronique —
Enveloppes de plein air
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METHOD OF EVALUATING THE THERMAL
PERFORMANCE OF ENCLOSURES

1 Scope

This International Standard provides a method of thermal performance evaluation for empty
indoor enclosures according to IEC 60917 and IEC 60297, and, for outdoor enclosures
according to IEC 61969.

This standard contains criteria to determine the thermal absorption factors relating to

— principles of enclosure design;
— internal heat load;
— sun radiation.

The enclosure absorption factor is intended to provide a common value for comparing and
selecting enclosures built in accordance with this standard.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document.
For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition
of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60297 (all parts), Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series

IEC 60721-2-4, Classification of environmental conditions — Part 2-4: Environmental condi-
tions appearing in nature — Solar radiation and temperature

IEC 60917 (all parts), Modular order for the development of mechanical structures for
electronic equipment practices

IEC 61969 (all parts), Mechanical structures for electronic equipment — Outdoor enclosures





